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Ex uygulamalar icin giivenlik talimatlarini dikkate alin

@ www.vega.com sayfasindaki Ex uygulamalardan Ex 6zel giivenlik agiklamalarini g6z éniinde bulundurun ve bunlari kullanacaginiz cihaza ilis-

tirin. Patlama tehlikesi olan bdlimlerdeki ilgili talimatlar, sensorlerin ve tedarik cihazlarinin uygunluk ve tip onay sertifikalar dikkate alinmalidir.
Sensorler sadece kendi glivenligi olan akim devrelerinden kullanilabilir. Izin verilen elektrik degerleri ruhsat tizerindedir.
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Olgme prensibi

1 Olgcme prensibi

1.1 Temel fonksiyon

Olgiilecek iiriin ortaminin basincl, basing dlglim hiicresine etki eder. Bu
etki, elektrik bir sinyale déntisur. Basing élgiim hucresi olarak hem sera-
mik kapasitif CERTEC®- ve MINI-CERTEC® hem de metalik METEC®-,

piezo- ve DMS &l¢im hucreleri kullaniimaktadir.

1.2 Olgiim hiicreleri teknigi

VEGABAR 81

VEGABAR 81, bir diyafram contasi sistemiyle donatilmistir, bir proses
zari ile bir iletim sivisindan ibarettir.

Proses basinci, sensér 6gesine diyafram contasi sistemi lzerinden etki

uygular. Olgiim araligina bagili olarak sensér égesi piezo direncli veya bir
gerinir élcer (DMS) sistemi olabilir.

@

@

Res. 1: Diyafram contasi sisteminin yapisi

1 Sensdr dgesi

2 Sikica tutturulmus dolum vidasi
3 lletim sivisi

4 Paslanmaz gelikten zar
VEGABAR 82

Sensér 6gesi hem ylizeye entegre hem de abrazyona ugramayan bir
seramik zara sahip CERTEC® 6l¢iim hiicresidir.
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Res. 2: VEGABAR 82'de CERTEC® 6l¢iim hiicresinin yapisi
1 Proses zan

2 Cam dikisi

3 Temel madde

CERTEC® 6lgiim hiicresi ayni zamanda bir sicaklik sensori ile donatil-
mistir. Sicaklik degeri, gosterge ve ayar moduli ile gértntilenebilir veya
sinyal ¢ikisindan degerlendirilebilir.

VEGABAR 83
40 bar'a kadar olan 6l¢iim araliklarinda i¢ tagima sivisi olan piezo direngli
bir sensér dgesi kullanilir.
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Res. 3: VEGABAR 83'te piezo direngli élgiim hticresinin yapisi

Sensor égesi

Temel madde

Silikon yagindan dolgu
Proses zari

NN =

100 bar'dan baslayan élgiim araliklarinda genlesme élgiim seritli (GOS)
bir sensér elemani (kuru sistem) kullanilir.
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Res. 4: VEGABAR 83'te DMS 6l¢iim hiicresinin yapisi

1 Sensor égesi
2  Proses zan
3 Basing silindiri

Kuguk 6lcim araliklarinda veya daha yuksek sicaklik araliklarinda
METEC®6I¢im hiicresi kullanilir. Bu, seramik kapasiteli CERTEC® 6lgim
hucresinden ve 6zel, sicaklik dengeli bir diyafram contasi sisteminden
olugmaktadir.
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Res. 5: VEGABAR 83'te METEC® 6l¢lim hiicresinin yapisi

Proses zari

Diyafram contasi sivisi
FeNi adaptorii
CERTEC?® 6lgiim hiicresi

L NVIL VI
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Modele genel bakis

2 Modele genel bakis

VEGABAR 81

VEGABAR 82

VEGABAR 83

sek sicakliklarda da

Olgiim hiicresi Piezo direngli/DMS CERTEC® Piezo direngli/DMS, METEC®
Zar Metal Seramik Metal
Ortamlar Gazlar, buharlar ve sivilar, agresif ve ylk- | Gazlar, buharlar, sivilar, abrazif bilesim Gazlar, buharlar, swvilar, viskoz madde-

maddelerinde de

lerde de

Proses baglantisi

G2 tzeri veya Y2 NPT digli
DN 20 zeri flanglar

Disli boru baglantilari, boru diyafram con-
tasi (DN 25 Uzeri)

G2 Uizeri veya 2 NPT digli
DN 15 Uzeri flanglar
1" (izeri tlp baglantilar

G1 lzeri veya V2 NPT digli
DN 20 tzeri flanglar

Disli boru baglantilari, boru diyafram con-
tasi (DN 25 Uzeri)

Malzeme
Proses baglantisi

316L

316L, PVDF, Alloy C22 (2.4602), Alloy
C276 (2.4819)

316L

Malzeme
Zar

316L, alasim C276 (2.4819), tantalum,
316L izerinde altin

ALO, seramik

Alagim C276 (2.4819), altin kaplamali, al-
tin ve rodyum kaplamali

Olgiim hiicresi contasi

FKM, EPDM, FFKM

Diyafram contasi sivisi

Silikon yag, yuksek sicakliklar icin yag,
halokarbon yag, tibbi beyaz yag

Kuru 6l¢im sistemi

Silikon yagi, halokarbon yagi
Tibbi beyaz yag

Olgiim aralig

-1 ... +1000 bar/-100 ... +100 MPa
(-14.5 ... +14500 psig)

-1...+100 bar/-100 ... +10 MPa
(-14.5 ... +1450 psig)

-1 ... +1000 bar/-100 ... +100 MPa
(-14.5 ... +14500 psig)

En kiclik 6lciim araligi

0,4 bar/40 kPa (5.802 psig)

0,025 bar/2,5 kPa (1.45 psig)

0,1 bar/10 kPa (1.45 psig)

Proses sicakligi -90 ... +400 °C (-130 ... +752 °F) -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F) -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
En kii¢lik 6l¢ciim sapmasi <%0,2 <% 0,05 <% 0,075
Sinyal ¢ikigi ® 4..20mA ® 4..20mA ® 4..20mA

® 4..20 mA/HART ® 4..20mA/HART ® 4..20 mA/HART

® Profibus PA ® Profibus PA ® Profibus PA

® Foundation Fieldbus ® Foundation Fieldbus ® Foundation Fieldbus

® Modbus ® Modbus ® Modbus
Arayiiz Slave sensoru igin dijital araylz Slave sensoru igin dijital araylz Slave sensor igin dijital araylz
Gosterge/Ayar e PLICSCOM ® PLICSCOM e PLICSCOM

® PACTware ® PACTware ® PACTware

e VEGADIS 81 e VEGADIS 81 e VEGADIS 81

e VEGADIS 62 e VEGADIS 62 e VEGADIS 62
Onaylar e SIL e SIL e SIL

® Gemiingaat ® Gemiingaatl ® Gemiingaat

e ATEX ® ATEX e ATEX

® Tasma givenligi ® Tasma glvenligi ® Tasma givenligi

e FM e FM e FM

e CSA e CSA e CSA

® EAC (GOST) ® EAC (GOST) ® EAC (GOST)

Proses basinci
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Cihaz secimi

3 Cihaz sec¢imi

Uygulama alani

VEGABAR serisinin proses basinci 6l¢iim cihazlaryla, sivilarin, gaz ve
buharlarin basing ve dolum seviyeleri tespit edilmektedir. Bunlar hem kim-
yasal olarak agresif sivilarda hem de patlama tehlikesi olan ya da hijyenik
alanlarda kullanim igin konfiglre edilmiglerdir.

VEGABAR serisinin tim cihazlari elektronik diferansiyel basinci sistemi-
ne kadar her alanda kullanilabilir.

VEGABAR 81

VEGABAR 81, basing ve dolum seviyesi 6lcimi yapmak i¢in kullanilan
diyafram contal bir basing transdiktérudir. VEGABAR 81 cihazinin
prosese uyarlanmis diyafram contali sistemleri cok korozif ve sicak
ortamlarda dahi 6lgimin yapilmasini temin ederler.

VEGABAR 82

VEGABAR 82, gazlar, buharlar ve sivilarin él¢tiimesinde kullanilan (ni-
versel bir basing transduktéradir. Kum gibi icerik malzemeleri abrazyona
karsi dayanikli seramik hicresi igin hafif bir pratiktir. VEGABAR 82, en
ylksek glivenirligi ve kullanim giivenligi saglamaktadir. Gok yonlu kullani-
minin kaniti olarak tim endustri alanlarini gésterebiliriz.

VEGABAR 83

VEGABAR 83, tim alanlarda, gazlar, buharlar ve sivilarin élgilmesinde
kullanilan bir basing transdiktéridur. VEGABAR 83 yuksek basingh
aplikasyonlar icin 6nemli avantajlar sunmaktadir.

Yapi ve gévde koruma tipleri

VEGABAR 81, 82 ve 83 basing konvertorleri farkll malzemelerde ve
gbévde koruma siniflarinda mevcuttur. Asagidaki sekiller tipik 6rneklerini

gOstermektedir.

Res. 9: IP 66/IP 67 koruma tipinde plastik gévdeye sahip VEGABAR 82'ye bir érnek

1 Altinda gésterge ve ayar modlilii olan (opsiyonel) gbvde kapagi
2 Elektronikli gévde
3 Olgiim hticreli proses baglantisi

guii

(EH:

Res. 10: Flansl VEGABAR 82 ile koruma sinifi IP 66/IP 68/1 olan aliiminyum bir
goévdeye brnek

Altinda gdsterge ve ayar modlilii olan (opsiyonel) gévde kapagi
Elektronikli gévde

Olgiim hiicreli proses baglantisi

Kablo baglanti elemani

Baglanti kablosu

O WN =

Res. 11: Koruma tipi IP 68 olan VEGABAR 82'ye ve dis elektronige bir érnek

1 Altinda gésterge ve ayar modlilli olan (opsiyonel) gévde kapagi
2  Elektronikli gbvde

3  Govde soketi

4 Baglanti kablosu

5 Proses modiilleri

Olgiim biyiikliikleri

VEGABAR 81, 82 ve 83 basing transduktorleri su proses degerlerinin
6lcimu icin uygundur:

e Proses basinci

e Seviye

X

O

Res. 12: Proses basincinin 6l¢iimui

Elektronik diferansiyel basinci élgiileceginde bir ara birim sensoriyle
birlikte kullanildiginda cihazlar su proses degerlerinin dl¢llmesi igin de
uygundur:

o Dolum seviyesi basingli
Diferansiyel basinci
Debi

Yogunluk

Ayirma katmani

Res. 13: Ana/ara birim beraberken elektronik diferansiyel basincin lgimu

Proses basinci



Secme Olgutleri

4 Secme olcutleri

VEGABAR 81

VEGABAR 82

VEGABAR 83

Proses nedeniyle yiiklenme

Agresif ortamlar

Abrazif ortamlar

Proses sicakligi en cok

+150 °C (+302 °F)

+200 °C (+302 °F)

+400 °C (+752 °F)

Olgiim sistemi

Kuru

Yag dolu

Model proses baglantilari

Goémme montaj degil

Ylizey seviyesinde

Hijyenik

En biiyiik 6lciim arahgi

100 bar (10 MPa)

1000 bar (100 MPa)

En kiiciik dl¢iim arahigi

25 mbar (2,5 kPa)

100 mbar (10 kPa)

400 mbar (40 kPa)

Vakum uygulamalari en ¢cok

1 mbar__ (100 Pa)

abs

Bransa 6zel uygulamalar icin uygunluk

Yapi, tas, toprak

Kimya

Enerji Uretimi

Gida malzemesi

Metal kazanimi

Acik sular

Kagit

Petrokimya

ilag

Gemi ingaat

Cevre ve geri kazanim

Su, atik su

Cimento endistrisi

Proses basinci
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Govdeye genel bakis

5 Govdeye genel bakis

Plastik PBT o%e Q ]
| =7 )

Koruma tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67

Model Tek hiicre iki hiicre

Uygulama alani

Endustri cevresi

Endustri gevresi

Aliiminyum [ i Q ;

L] »

% | =7 )
Koruma tipi IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)
Model Tek hiicre iki hicre

Uygulama alani

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Paslanmaz celik 316L

o

4
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Koruma tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67
IP 69K IP 66/IP 68 (1 bar)
Model Elektropolize tek hiicre Bir hiicre, hassas dokim Hassas dokum iki hiicre

Uygulama alani

Agresif cevre, gida, ilag

Agresif cevre, siddetli mekanik stres

Ayrilmis model ( o
i PR
Malzeme Paslanmaz celik 316L Plastik PBT
Paslanmaz celik 316L
Koruma tipi IP 68 (25 bar) IP 65
IP 66/IP 67
Fonksiyon Olclim degeri algilayict Dis elektronik

Uygulama alani

Asiri nemli cevre

Endustri gevresi

Proses basinci




Montaj

6 Montaj

Montaj pozisyonu

Cihazlar her montaj konumunda caligir. Olgiim sistemine bagl olarak
montajin konumunun élgiime etkisi vardir. Bu, konum dizeltme ile kom-
panze edilebilir.

Montaj konumu, cihazin hem montaji ve baglantisi icin hem de gdsterge
ve ayar modullnin sonradan donatilabilmesi i¢in cihaza iyi ulagilacak
sekilde segilmelidir. Bunun icin gévde, alet kullanmadan, 330° dondu-
rilur. Ayrica, gosterge ve ayar moduli 902lik adimlarla 6telenmis olarak
kullanilabilir.

Montaja 6rnekler ve élciim diizenlemeleri
Asagidaki sekiller montaja érnekleri ve 6lcim diizenlemeleri géstermek-
tedir.

Proses basincinin élgiimii
VEGABAR, bir boru tesisatindaki basinci dlger.

X

i

O

Res. 23: Boru tesisatina, VEGABAR yardimiyla proses basinci élglimii

Seviye ol¢ctimi
VEGABAR, bir haznedeki dolum seviyesini dlger.

R
S

Res. 24: Hazneye, VEGABAR yardimiyla dolum seviyesi él¢imi

Proses basinci
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Elektronik - 4 ... 20 mA - iki tel

7 Elektronik - 4 ... 20 mA - iki tel

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak igin 1°C aray(izI{i kontak pini vardir. Iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gc kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarl baglanti kablosu Gizerinden
calisir. Calisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farklilik gdsterebilir.

G¢ kaynagd verilerini kullandidiniz cihazin kullanim kilavuzundaki " Teknik
veriler" béliminden bulabilirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayriimasi
icin DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Gug kaynagi verileri
e Calisma gerilimi
- 9,6...35VDC
e izin verilen kipirti - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
- U,12VDC:<0,7V,, (16 ... 400 Hz) igin
- U,24VDC:<1,0V, (16 ... 400 Hz) igin
e Izin verilen kipirti - Ex-d-ia cihaz
- U,24VDC:<1,0V,, (16 ... 400 Hz) igin

eff
Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki distk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

o Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu "Teknik veriler" bélimu ylUk degerleri.)

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi icin
EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Yalitimlanmis kablo gerektigi takdirde, kablo yalitimini iki tarafli olarak top-
raklama potansiyeline baglamanizi tavsiye ederiz. Yalitim sensérde dog-
rudan i¢ topraklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki dis topraklama
terminali diisiik empedans olarak toprak gerilimine baglanmis olmalidir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 25: Elektronik ve baglanti bélmesi tek hiicreli gévde

1 Gig kaynagi/sinyal ¢ikigi

2  Gosterge ve ayar modiilli ya da arayiiz adaptort igin

3 Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

Proses basinci



Elektronik - 4 ... 20 mA/HART - iki tel

8 Elektronik - 4 ... 20 mA/HART - iki tel

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynagt i¢in baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak igin 1°C aray(izI{i kontak pini vardir. Iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gc kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarl baglanti kablosu Gizerinden
calisir. Calisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farklilik gdsterebilir.

G¢ kaynagd verilerini kullandidiniz cihazin kullanim kilavuzundaki " Teknik
veriler" béliminden bulabilirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayriimasi
icin DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Gug kaynagi verileri
e Calisma gerilimi
- 9,6...35VDC
e izin verilen kipirti - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
- U,12VDC:<0,7V,, (16 ... 400 Hz) igin
- U,24VDC:<1,0V, (16 ... 400 Hz) igin
e Izin verilen kipirti - Ex-d-ia cihaz
- U,24VDC:<1,0V,, (16 ... 400 Hz) igin

eff
Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki distk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

o Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu "Teknik veriler" bélimu ylUk degerleri.)

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi icin
EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

HART multidrop modundayken genel olarak blendajl bir kablo kullanma-
nizi tavsiye ederiz.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Yalitimlanmis kablo gerektigi takdirde, kablo yalitimini iki tarafli olarak top-
raklama potansiyeline baglamanizi tavsiye ederiz. Yalitim sensérde dog-
rudan i¢ topraklama terminaline baglanmalidir. Govdedeki dis topraklama
terminali diistik empedans olarak toprak gerilimine baglanmis olmalidir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 26: Bir hticreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

1 Glic kaynagi/sinyal ¢ikisi

2  Gésterge ve ayar modlilii ya da arayiiz adaptori igin

3  Bagimsiz gériinti ve kontrol birimi

4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

Cift hiicreli gévde

Res. 27: Iki hticreli gévdenin baglant: alani

1 Gl kaynagi/sinyal gikisi
2  Gosterge ve ayar modlili ya da arayliz adaptérd igin
3  Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi igin toprak terminali

10

Proses basinci
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Elektronik - Profibus PA

9 Elektronik - Profibus PA

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin Ust kisminda gli¢ kaynagi i¢in baglanti klemensleri ve

parametrelemede kullaniimak icin 12C aray(izIi bir fig vardir. iki hiicreli
gbévdede bu baglanti klemensleri ayri baglanti bélmesinde tutulur.

Giic kaynagi
Enerji baglantisi bir Profibus-DP-/PA iletisim ag ile saglanr.
Guc kaynagd verileri
o Calisma gerilimi
- 9..832VDC

e DP/PA segment kuplérli basina sensoérlerin maks. sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Baglanti, Profibus spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajl bir
kablo ile yapiimaktadir.

Tam kurulumun, profibus spesifikasyonlarina uygun sekilde yapiimasi ge-
rekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama direncleri
Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine diisiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 28: Bir hiicreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi
Gli¢ kaynadi/sinyal ¢ikisi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptorii icin

Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

(S NIV VIR

iki hiicreli gévdenin baglantisi

Res. 29: lki hiicreli gévdenin baglanti alan

Gli¢ kaynagi, sinyal ¢ikisi

Goésterge ve ayar modiilii ya da arayliz adaptorti icin
Bagimsiz gértintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

LNV

Proses basinci
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10 Elektronik - Foundation Fieldbus

Elektronigin yapisi iki hiicreli gévdenin baglantisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin st kisminda gu¢ kaynag i¢in baglanti kiemensleri ve
parametrelemede kullanilmak icin 12C araytzIi bir fig vardir. iki hiicreli
gbévdede bu baglanti klemensleri ayri baglanti bélmesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gg, H1 alan veri yolu kablosu tizerinden verilmektedir.
Guc kaynagd verileri

o Calisma gerilimi

_ 9..32VDC Res. 31: Iki hiicreli gévdenin baglanti alan

o Maks. sensdr sayisi
- 32

LNV

Baglanti kablosu

Baglanti, saha veri yolu spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajli
bir kablo ile yapiimaktadir.

Tam kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine diisiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 30: Bir hiicreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

Gli¢ kaynadi/sinyal ¢ikisi

Gésterge ve ayar modlilii ya da port adaptérd igin kontak pimleri
Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

(S NIV NI

Gli¢ kaynagi, sinyal ¢ikisi

Goésterge ve ayar modiilii ya da arayliz adaptorti icin
Bagimsiz gértintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

12
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Elektronik - Modbus, levelmaster protokoll

11 Elektronik - Modbus, levelmaster protokoli

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronik aksamin Ust tarfainda, parametreleme icin kontak pimleri olan
I2C arayiizii bulunur. Elektrik beslemesinin baglanti klemensleri ayri bir
baglanti alaninda bulunur.

Giic kaynagi
G¢ kaynagi modbus host (RTU) Uzerinden saglanir.
o Calisma gerilimi

- 8..30vDC

o Maks. sensér sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan RS 485 icin uygun bukulmus iki telli kablo ile
baglanir. Sanayi icin EN 61326 test degerlerinin lzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendigi takdirde manyetik blendajl kablo kullanil-
malidir.

Gug kaynagi iki telli ayr bir kablo gereklidir.

Tam kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama gerilimine baglagin.
Bunun i¢in sensérdeki blendaj i¢ topraklama terminaline bagh olmalidir.
Govdedeki dis topraklama terminali voltaj regllatoriine disiik empe-
dansta baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Cift hiicreli govde

Res. 32: Baglanti bolmesi

1 USB arayiizii

2  Entegre planlama direnci (120 Q) igin stirglili salter
3  Modbus sinyali

4 Gug kaynagi

Proses basinci
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12 Ayar

12.1 Ol¢iim noktasinda kontrol

Tuslarla gésterge ve ayar modiiliinden

Eklentisi yapilabilen gdsterge ve ayar modli élgim degerinin gérintu-
lenmesini, kumanda segiminin ve taninin yapilmasini saglar. Tam nokta
matrisli aydinlatiimis ekranla ve kumanda i¢in dort tusla donatilmigtir.

Res. 33: Bir hiicreli gévdede gésterge ve ayar mod(illi

Manyetik pim ile gosterge ve ayar modiliinden

Gosterge ve ayar modulinin Bluetooth'lu modelinde sensér alternatif
olarak bir manyetik pimle kumanda edilebilir. Bu, sensér gévdesinin
izleme pencereli kapall kapagindan yerine getirilir.

Res. 34: Gésterge ve ayar mod(ilii - Manyetik pimden kumanda ile

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayarin baglantisi icin VEGACONNECT arayuiz transduktori ge-
rekmektedir. Bu, sensdre, gésterge ve ayar modulinin yerine takilir ve
bilgisayarin USB arayuizline baglanir.

Res. 35: VEGACONNECT ve USB yoluyla bilgisayar baglantisi
1 VEGACONNECT

2 Sensér

3 Bilgisayara USB kablosu

4 PACTware/DTM'li bilgisayar

PACTware, alan cihazlarinin konfigirasyonu, parametrelenmesi, doku-
mantasyonu ve tanisi igin kullanilan bir kumanda yazilimidir. Buna ait
cihaz surtculeri DTM olarak adlandirimaktadir.

12.2 Ol¢iim noktasi cevresinde kontrol - Bluetooth
ile kablosuz

Bir akilli telefon/tablet {izerinden

Entegre Bluetooth fonksiyonuna sahip gésterge ve ayar modiill iOS veya
Android kumanda sistemli akilli telefonlara/tabletlere kablosuz olarak
baglantiyi saglamaktadir. Kontrol, Apple App Store veya Google Play
Store'dan indirilecek VEGA Tools App tzerinden saglanmaktadir.

®\

o

Res. 36: Akilli telefonlara ve tabletlere kablosuz baglant

1 Gésterge ve ayar modUilli
2 Sensér
3 Akilli telefon/tablet

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayara kablosuz baglanti i¢cin Bluetooth-USB adaptdri ve entegre
Bluetooth fonksiyonuna sahip bir gésterge ve ayar modull gereklidir.
Kumanda PACTware/DTM'e sahip bilgisayardan yapilir.

Res. 37: Bilgisayarlarin Bluetooth-USB adaptdri lizerinden baglantis

Gésterge ve ayar modlilii
Sensor

Bluetooth USB adaptérii
PACTware/DTM'li bilgisayar

AN =

12.3 Kumanda 6l¢ciim noktasindan uzak bir yerden -
Kablo baglantisi var

Dis gosterge ve ayar birimlerinden

Bunun icin VEGADIS 81 ve 82 dis gbsterge ve ayar birimleri mevcuttur.
Kumanda bunlarin icine entegre edilmis gésterge ve ayar modulu tugla-
riyla yapilir.

VEGADIS 81, sensérden 50 m uzaga kadar monte edilebilir ve sensoériin
direkt elektronigine baglanir. VEGADIS 82, sinyal kablosunun igcinde
herhangi bir noktaya kadar sokulur.

14
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Ayar

®

. °®

D —#

Res. 38: VEGADIS 81’in sensére baglanmasi

Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

Sensdr

Baglanti borusu Sensér - Dis gbsterge ve ayar birimi
Dis gésterge ve ayar Unitesi

Gésterge ve ayar modlilii

AN =

®

Res. 39: VEGADIS 82'nin sensére baglanmasi
Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensor

Dig gdsterge ve ayar Unitesi

Gdsterge ve ayar mod(ilii

4 ... 20 mA/HART sinyal kablosu

Sensor

AN WN =

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan
Sensore bir bilgisayar tizerinden PACTware/DTM ile kumanda edilir.

®

==

Res. 40: VEGADIS 82'in sensére olan baglantisi, PACTware'li kisisel bilgisayardan
kumanda

1 Glg kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

2 Dis gosterge ve ayar Unitesi

3 VEGACONNECT

4 4... 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensér

6

PACTware/DTM'li bilgisayar

12.4 Olciim noktasindan farkli yerde kontrol - Hiic-
resel ag lUizerinden kablosuz

PLICSMOBILE radyo modiild, tercihen iki hiicreli gévdesi olan bir plics®
sensorune takilabilmektedir. Bu, élgim degerlerini iletir ve sensériin
uzaktan parametrelenmesini saglar.

Res. 41: Mobil telefon agindan ile 6lgiim degerlerinin iletiimesi ve sensériin uzaktan
parametrelenmesi

12.5 Alternatif kumanda programi

DD kontrol programiari
Cihazlarin, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programlari i¢cin Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanimlari mevcuttur.

Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden
indirilebilir.

Field Communicator 375, 475
Cihazlarin, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelenebilmesi
icin EDD cihaz tanimlari mevcuttur.

EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi igin,
Ureticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yaziimina ihtiya¢ vardir.
Bu yazilim internet ortaminda guncellestirilir; Greticinin izin vermesiyle
yeni EDD'ler otomatikman yazilimin cihaz kataloguna alinir ve daha sonra
bir field communicator'a aktarilabilirler.

Proses basinci
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13 Ebatlar

Plastik gévde

VEGABAR 82

M20x1,5/
% NPT

@

M16x1,5

112 mm
(4.41")

©]

M20x1,5/

% NPT @)

1 Bir hlicreli gévde
2  Cift hiicreli gbvde

Aliiminyum gévde

M20x1,5/
% NPT

(4.57")

(@.72")

M20x1,5/
wNeT @

1 Bir hlicreli gévde
2  Cift hiicreli gbvde

Paslanmaz celik gévde

~59mm

(272"
280 mm

~69 mm

279 mm

(3.15"

(3.117

m il

112mm
(4.41")

M20x1,5/
V2NPT

M20x1,5/
%5 NPT

@

=
1

(02
I

L
M20x1,5/
% NPT ®

(472"

1 Bir hicreli gévde, elektrolizle parlatiimis

2 _Bir hticreli gévde, hassas dékim
2  Iki hicreli gévde, hassas dékim

VEGABAR 81

113 mm

223 mm

1 4150 °C (+302 °F)'ye kadar sicaklik icin flans modeli

2 +400 °C (+752 °F)'ye kadar sicaklik icin sogutucu 6gesine sahip flans modeli

SW 46 mm
- (1817

e

g g5 4

LG 8:‘ ] oo
el G% o=
R 0184 mm Efls |Lo1u )
e (0.72") e | o55mm

227 mm (217"

o) (1.06") )

1 Disli model G2, ylizey seviyesinde
2 Dislimodeli G1%
3 Flang modeli DN 50

VEGABAR 83
SW 27mm < el
(1.06") S ER
G% 3
L
E‘Q 23mm _J 1
E s (0.127)
26 mm
(0.24%) 285 mm
(3.35")
)

1 Digli modeli G2, manometre baglantisi EN 837
2  Blendaj sacli yiizey seviyeli disli modeli (-12 ... +200 °C)
3  Kiskag modeli 2"

Asagidaki gizimler sadece olasi proses baglantilarinin bir kesitini gos-
termektedir. Dider gizimlere www.vega.com/downloads sayfasindaki

"Cizimler" linkinden indirebilirsiniz.
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Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kullanimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildi§i zamandaki mevcut bilgile-
re uygundur.
Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur
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